
水入り故障ゼロのＤＯアンプ内蔵フランジプローブ

従来型のプローブはワグニットのＯリングのみで防水をしていた為、キャップの締め込み不足

等でＯリングが機能しないと、ソケット部から内部基板配線部まで水入りをし故障の原因となっ

ていた。

また水入りした際はメーカー修理となり、お客様でメンテ出来ない不便さがあった。

①キャップ

②ワグニット ※ここのＯリングで防水

③従来型プローブ

DOアンプ内蔵フランジプローブ断面略図 DOアンプ内蔵フランジプローブは防水性ア

ップを重視してステンレスピン圧入＋スプリ

ワグニット ング構造とし、ワグニット端子と基板配線部

を完全に隔離して、ソケット部からの基板内

水入りの可能性をゼロにした。
スプリング大

スプリング小 またソケットの端子差し込み口にもスプリ

ングを利用し、ワグニットの差し込み感触の

ステンレスピン 堅さを解消、スムーズな挿入感を実現した。

基板

※ワグニット端子はスプリング小を介して

ステンレスピンに接続される

①固定ねじを外し さらにソケットの端子差し込み口（2Pガイ

2Pガイド部を ド）部のみ取り外せる構造の為、万一ソケッ

引き抜く ト部に水入りしてもお客様で取り外しメンテ

ナンス可能となり、メーカー修理依頼の煩わ

しさを解消した。

（たとえば従来品ではお客様がワグニットを

付け忘れて測定水中に入れた場合、即故障修

②内部を清掃する 理だったが、DOアンプ内蔵フランジプローブ

ではお客様の現場にて分解、洗浄、乾燥を行

えば使用可能で、また汚れが付いてなければ

乾燥のみで使用できる構造になった。）
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